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Optical disc and prodn. esp. small scale prodn. of audio visual disc - 
by laser exposure of photoresist contg. resin, light-sensitive cpd. and 
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Prodn. of optical discs involves (a) exposure of a photoresist coat 1 
on a transparent substrate with a focussed laser beani, using (I) 
contg. a resin (II). a iight-sensitive material (III) and a ballast cpd. 
(IV)- (b) development to form very small pits in the surface ot (i), 
(c) baking to fix (I); (d) UV exposure; and then either (e-1) coating 
with a reflective film and forming a protective film on the reflective 
film; or (e-2) transferring a transparent coat of UV-curable resin to 

the surface. , ,^TT^ ^ 

Pref. (II) are cresol novolak resins; (HI) esters of 
1 2-naphthoquinone-diazo-5-sulphonyl chloride; ^"'^^ . ^^Y^^ 
bis(hydroxyaryl) or aryl hydroxyaryl ketones, alkyl gallates. N- 
alkyl-gallamide and bisphenols. 

USE/ADVANTAGE - The process is relatively simple, reduces 
the number of prodn. stages and increases the life of the discs. It is 
suitable for making many types of optical discs, both in mass prodn. 
and esp. in small-scale prodn. e.g. of audio-visual software. (lOpp 
Dwg.No.2/3) 
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@ Optische Platte und Verfahren zu deren Herstellung 

(g) Eine optische Platte mil einem lichtdurchiassigen Sub- 
strat, etner darauf ausgebildeten Photolackschtcht, die ein 
Harz, ein lichtempfindiiches Material und eine Ballastverbin- 
dung umfafit und in ihrer Oberftache sehr kleine Vertiefun- 
gen besitzi, und einem auf der Photolackschicht ausgebilde- 
ten reflektierenden Film. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer solchen optischen Platte 
umfaSt einen Schritt des Belichtens einer das lichtdurchlas- 
sige Substrat und die darauf ausgebildete Photolackschicht 
aufweisenden Vorlage mittels eines fokussierten Laser- 
strahls, einen Schritt des Entwickelns dieser Voriage, um in 
der Oberflache der Photolackschicht sehr kleine Vertiefun- 
gen auszubilden. einen Nachbrennschritt des Erwarmens der 
Photolackschicht, um diese zu fixieren. einen Schritt des 
Bestrahtens einer Oberflache der Vorlage mit ultravioletten 
Strahlen, einen Schritt des Ausbildens eines reflektierenden 
^ Films auf der Photolackschicht und einen Schritt des 
^ Ausbildens eines Schuizfilms auf dem reflektierenden Film. 
Da dieses Verfahren nur verhaltnismaSig einfache Schritte 
umfalSt, ist es fiir die Herstellung von vielen verschiedenen 
optischen Flatten in jeweifs geringer Stuckzahl geeignet. 
^ Alternativ kann das Verfahren nach dem Schritt des Bestrah- 
^ lens mtt ultravioletten Strahlen einen Schritt autweisen. m 
^ dem eine Ubertragungsschicht aus einem lichtdurchiassigen 
und mittels ultravioletter Strahlen hanenden Harz auf der 
Oberflache der Photolackschicht ausgebildei wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Platte und ein Verfahren zu deren Hersteliung. 
In Fig. 3 ist ein herkommliches Verfahren fur die Hersieilung von opiischen Plaiten wie etwa von Biidplaiten 
5 gezeigt. GemaB diesem Verfahren wird zuniichst eine eine Phoiotackschicht 2 aufweisende PhotoresistvoHage, 
die auf der Hauptflache einer Giasscheibe 1 gleichmaOig verteilt ist. wie in Fig. 3(a) gezeigt, vorbereitet, 
anschlieBend wird auf die Photolackschicht 2 ein Laserstrahl La gerichtet. der gemaB einem vorgegebenen 
Signal intermittierend eingeschaltet wird, um auf der Photolackschicht 2 ein gespeichertes Bild in Form einer 
spiralformig oder konzentrisch geformten Reihe von Punkien, die einer vorgegebenen Information entsprechen, 

10 zu erzeugen. Dann wird die belichtete Photoresistvoriage entwickelt. um auf ihr eine Reihe von sehr kleinen 
Eintiefungen (die im folgenden a!s "Gruben" bezeichnet werden) zu schaffen. die dem aufzuzeichnenden Signal 
entsprechen. so daB sich eine entwickelte Photoresistvoriage ergibt. die die mit den Gruben versehene Photo- 
lackschicht 2 (Informationsaufzeichnungsschicht) und die Giasscheibe I aufweist. wie in Fig. 3(b) gezeigt ist. 
Dann wird die Photolackschicht 2 auf dieser entwickelten Photoresistvoriage mit dem Ziel ihrer Fixierung auf 

15 der Giasscheibe I getrocknet (nachgebrannt), so daB sich eine getrocknete Photoresistvoriage ergibt. wie in 
Fig- 3(c) gezeigt ist. AnschlieBend wird die Photolackschicht 2 mil einem Metal! wie etwa Silber oder Nickel 
bedampft, um auf ihr einen leitenden Film 3 zu bilden, woraus sich eine Vorlage 3a der Photoresistvoriage mit 
einer Laminierungsstruktur ergibt. wie sie in Fig. 3(d) gezeigt ist. Das bedeutet. daB die die Gruben aufweisende 
Informationsaufzeichnungsflache durch die Bedampfung der Photolackschicht mit einem Metal! leitend gemacht 

20 wird. AnschlieBend wird die erhaltene Mutterphotoresistvorlage in ein Nickel-Galvano-Formungsbad einge- 
taucht. um auf dem leitenden Film 3 mittels Elektroplatiierung Nickel (Ni) aufzubringen. um eine dicke Nickel- 
schicht 4 oder einen Nickelstempel zu schaffen. wodurch eine Platte erhalten wird. wie sie in Fig. 3(e) gezeigt ist. 
AnschlieBend wird der Siempel oder die Nickeischicht 4 von der Giasscheibe 1 abgetrennt, wie in Fig. 3(f) 
gezeigt ist. Die Photolackschicht 2 und der leitende Film 3. die auf dem Stempel verbleiben. werden daraufhin 

25 beseitigt. wodurch ein Nickelstempel geschaffen wird. wie er in Fig. 3(g) gezeigt ist. Dann wird der Nickelstem- 
pel an einer vorgegebenen Position einer SpritzguBmaschine angebracht und festgeklemmt. Weiterhin wird in 
den Nickelstempel ein lichidurchlassiges Harzmateriai wie etwa geschmolzenes und flieBfahiges PMMA (Poly- 
methyimeihacrylat) oder PC (Polycarbonat) gespritzi, wobei das Harzmateriai nach seinem Ausharten abge- 
nommen wird. um einen Abdruck der opiischen Platte mit einer vorgegebenen Informaiionsaufzeichnungsflache 

30 zu schaffen. 

Auf dem auf diese Weise erhaltenen Abdruck wird ein refiektierender Film wie etwa ein Aluminiumfilm unter • 
Verwendung bekannter Verfahren abgeschieden. anschlieBend wird der reflektierende Film mit einem Schutz- 
film uberzogen. wodurch die optische Platte erhalten wird. Im allgemeinen werden zwei auf diese Weise 
erzeugte optische Platten aneinandergekiebt und einem EndbearbeiiungsprozeB unterworfen. so daO sich eine 
35 doppelseitige optische Platte ergibt. 

Bei diesem herkommlichen Verfahren sind jedoch einerseits viele Galvanoformungsschritte erforderlich, bis 
der Stempel fertiggesiellt ist. so daB fur den Vorgang der Elektroplattierung viel Zeit erforderlich ist; anderer- 
seits wird fur die Erzeugung des Abdrucks eine verhaltnismaBig groBe SpritzguBmaschine benotigt. Da die 
Produktion des Stempels viel Zeit in Anspruch nimmt und teuer ist, ist das herkommliche Verfahren fur die 
40 Produktion von mehreren optischen Platten, die die derzeitige Tendenz zur Hersteliung vieler verschiedener 
Typen von audiovisueiler Software in jeweils kleiner Stiickzahl erfullen. nicht optimal geeignet. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung. eine optische Platte und ein Verfahren zu deren 
Hersteliung zu schaffen. wobei die optische Platte fur die Produktion vieier verschiedener Typen von optischen 
Platten in jeweils geringer Stuckzahi und fur die Massenproduktion von optischen Platten mittels verhaltnisma- 
45 Big einfacher Prozesse geeignet sein soil. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der gattungsgemaBen Art gemaB einem ersten Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung gelost durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1. 

Diese Aufgabe wird ferner bei einer optischen Platte der gattungsgemaBen Art erfindungsgemaB gelost durch 
die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 2. 
50 SchlieBlich wird die Aufgabe bei einem Verfahren der gattungsgemaBen Art gemaB einem weiteren Aspekt 
der vorliegenden Erfindung gelost durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruches 3. 

ErfindungsgemaB kann die Anzahl der Produktionsschritte fur die optische Platte verringert werden, auBer- 
dem kann die Lebensdauer der optischen Platte verliingert werden. 

Ferner kann erfindungsgemaB die fur die Hersteliung eines Stempels erforderliche Zeit abgekurzt werden. 
35 wodurch das Herstellungsverfahren fiir die optische Platte vereinfacht wird. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand bevorzugter Ausfiihrungsformen mit Bezug auf die Zeichnungen 
naher eriautert; es zeigen: 

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fiir eine optische Platte gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 
60 Fig. 2 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fiir eine optische Platte gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt der Elemente in den einzelnen Schritten eines herkommlichen Her- 
stellungsverfahrens fur eine optische Platte. 

In dem Herstellungsverfahren gemaB der ersten Ausfuhrungsform wird zuniichst mittels eines Schleuderbe- 
t,5 schichtungsverfahrens oder dergleichen eine Photoresistvoriage geschaffen. die eine Photolackschicht 20 auf- 
weist. die auf der Hauptseite eines gereinigten. iichtdurchlassigen Substrats 10 aus Glas. PMMA, PC oder 
dergleichen gieichmaBig ausgebildet ist. Wie in Fig. 1(a) gezeigt, wird auf die Photolackschicht 20 ein Laserstrahl 
La gerichtet, der gemaB einem vorgegebenen Signal intermittierend eingeschaltet wird, um auf der Photolack- 



DE 41 40 712 Al 



schicht 20 ein gespeichertes Bild in einer spiralformigen oder konzentrischen Reihe von Punkten. die der 
vorgegebenen Information entsprechen. zu erzeugen. Die Photoiackschicht 20 umfaBt ein Harz, ein lichtemp- 
findiiches Material und eine Ballastverbindung, deren Zusammensetzung weiter unten beschrieben wird. 

AnschlieBend wird die belichtete Photoresistvorlage entwickelt. urn auf dieser eine Relhe von sehr kleinen 
Eintiefungen zu schaffen, die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen; dadurch wird eine entwickelte Photore- 
sistvorlage erhalien. die die mit Gruben versehene Photoiackschicht 20 (Informationsaufzeichnungsschicht) und 
das lichtdurchlassige Substrat 10 aufweist, wie in Fig. 1(a) gezeigt ist. 

Die Photoiackschicht 20 auf dieser entwickelten Photoresistvorlage wird erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf dem lichtdurchlassigen Substrat 10 getrocknet (nachgebrannt), wodurch sich eine getrocknete 
Photoresistvorlage ergibt. wie in Fig. 1(c) gezeigt ist. 

Dann wird die Photoiackschicht 20 mit Ultraviolettstrahlen bestrahlt. wie in Fig. 1(d) gezeigt. urn die Vernet- 
zung des Harzes in der Photoiackschicht 20 zu beschleunigen. damii die Photoiackschicht als Informationsauf- 
zeichnungsflache ausgehartet wird. 

AnschlieBend wird auf der die Reihe von sehr kleinen Gruben aufweisenden Informationsaufzeichnungsflache 
ein reflektierender Film 30 aus Aluminium oder dergleichen ausgebildet. wie in Fig. 1(e) gezeigt ist, woraufhin 
dieser reflektierende Film 30 mit einem Schutzfilm iiberzogen wird. wodurch eine optische Platte erhalten wird. 

Das Hersteliungsverfahren fur eine optische Platte gemaB dieser ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden 
Erfindung ist bis zum Schritt des Nachbrennens mit dem herkommlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
erfindungsgemaBes Merkmal dieser Ausfiihrungsform umfaBt die Ausfuhrung des Schrittes des Beschleunigens 
des Vernetzens der Photoiackschicht 20 nach dem Schritt des Nachbrennens. 

Genauer dient die Plattenstruktur gemaB dieser ersten Ausfiihrungsform. die den reflektierenden Film um- 
faBt. der auf der die Gruben aufweisenden Photoiackschicht ausgebildet ist. bei der Produktion einer oder 
mehrerer optischer Flatten als eine solche optische Platte. Es ist daher notwendig, die von der Zeii abhanglge 
Verschlechterung der Photoiackschicht 20 zu unterdriicken und die Korrosion des reflektierenden Films durch 
die Photoiackschicht zu verhindern. Dazu wird die Vernetzung der Photoiackschicht 20 beschleunigt. um diese 
Photoiackschicht 20 schneller zu stabilisieren, damii die gleichzeitig stattfindende Korrosion des reflektierenden 
Films unterdriickt wird. 

Im Stand der Technik ist versucht worden. die Plattenstruktur. die eine Gruben aufweisende und mit einem 
reflektierenden Film uberzogene Photoiackschicht 20 aufweist. direkt als optische Platte zu verwenden. Die sich 
daraus ergebende optische Platte konnte jedoch ihre Leistungsmerkmale aufgrund der Verschlechterung der 
Photoiackschicht und des mit der Photoiackschicht eng verbundenen reflektierenden Films nicht uber eine lange 
Zeitperiode beibehalten. Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren gemaB der ersten Ausfuhrungsform konnen 
sowohl diese Nachteile als auch die obenerwahnten Probleme des Siandes der Technik beziiglich des zeitauf- 
wendigen Hersteliungsprozesses und der vielen Produktionsschritte beseltigi werden. Die durch das Verfahren 
gemaB dieser Ausfuhrungsform erhaltene optische Platte benotigt wahrend des gesamten Produktionsprozesses 
keinen Stempel fur die Erzeugung eines Abdrucks. so daB sie eine getreue Informationsaufzeichnungsflache 
erhalt. 

Wie oben beschrieben, konnen mit dem Hersteliungsverfahren fiir eine optische Platte gemaB der ersten 
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung die Produktionsschritte vereinfacht werden. so daB dieses Verfah- 
ren fiir die Produktion von optischen Flatten in geringer StQckzahl geeignet ist; daher ist mit diesem erfindungs- 
gemaBen Verfahren das Problem vielfaltiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer Stuckzahl 
beherrschbar. Die erfindungsgemaBe optische Platte kann eine Informationsaufzeichnungsflache mit richtig 
geformten Gruben erhalten. 

Nun wird die zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Bei der Herstellung einer 
oder mehrerer optischer Flatten kann ein Verfahren angewendet werden. bei dem das als Informationsaufzeich- 
nungsfliiche dienende Muster der sehr kleinen Gruben der Mutterphotoresistvorlage unter Verwendung eines 
Harzstempels und nicht eines Metallstempels iibertragen wird und anhand dieses Harzstempels ein Abdruck 
erstellt wird. Dieses Abdruck-Herstellungsverfahren ist ein sogenanntes 2P- Verfahren (Photopolymer-Verfah- 
ren). bei dem ein ("2P" genanntes) Photopolymer-FIuid verwendet wird. das ein durch Ultraviolettstrahlen 
hartendes Harz ist, mit dem die Informationsaufzeichnungsfliiche iiberzogen wird. wobei die Schicht gemaB 
diesem Verfahren anschiieBend mit ultravioletten Strahlen bestrahlt wird. um das 2P zu harten und anschiieBend 
das gehartete 2P als Obertragungsschicht fiir die Informationsaufzeichnungsflache verwendet wird. Bei der 
Ubertragung der Informationsaufzeichnungsflache. die der Schaffung eines Abdrucks unter Verwendung des 
2P-Verfahrens dient. muB auf der Oberflache der Photoiackschicht der Mutterphotoresistvorlage eine Sperr- 
schicht wie eiwa ein Metallfilm ausgebildet werden, um eine Korrosion des Photoresists durch das 2P-Material 
zu verhindern. Die Ausbiidung der Sperrschicht kann die foigenden drei Probleme (1) bis (3) zur Folge haben.die 
jedoch durch das Verfahren gemaB der zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung beseitigt werden 
konnen. 

1 ) Die Ausbiidung des Metallfilms ist schwierig und zeitaufwendig. 

2) Da die Sperrschicht auf den in der Photoiackschicht ausgebildeien Gruben vorgesehen wird. werden die 
Formen der Gruben auf der Obenragungsflache geiindert, was eine Verschlechterung der Reproduktion 
der Signale aus der mittels des Harzstempels aus einem Abdruck erhaltenen optischen Platte zur Folge hat. 

3) Da die Abdeckungsabdeckung aus einer Reinraum-Atmosphare entnommen und anschiieBend in einer 
Dampfabscheidungsmaschine angeordnet wird. kann an der Abdeckung Staub anhaften, der Signalausfalle 
zur Folge haben kann. 



Nun wird das Hersteliungsverfahren fiir eine optische Platte gemaB der zweiten Ausfiihrungsform der 
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vorhegenden Erfindung. mit dem die obenerwahnten Probleme beseiiigt werden konnen. beschrieben. 

Zuniichst wird auf der Hauptseite einer gereinigten. lichtdurchlassigen Platte 100 aus Glas. die als Substrat der 
Photoresistvorlage dient. eine Photolackschicht 200 gieichmaBig ausgebildet. wobei ein Schleuderbeschich- 
tungsverfahren oder dergleichen verwendet wird und die Photoresistvorlage geschaffen wird. Wie in Fig. 2{a) 
gezeigt. wird die Photolackschichi 200 mit einem Lasersirahl La bestrahlt. der gemaO einem vorgegebenen 
aufzuzeichnenden Signal intermitiierend eingeschaliet wird. so daG auf der Photolackschichi 200 ein gespeicher- 
tes Bild in Form spiraligformiger oder konzenirischer Reihen von Punkien.die der vorgegebenen Information 
entsprechen. ausgebildet wird. Die Photolackschicht 200 umfaGt ein Harz. ein lichtempfindliches Material und 
eine Ballastverbindung.deren Zusammenseizung weiter unien beschrieben wird. 

AnschiieBend wird die belichtete Photoresistvorlage entwickelt. wodurch auf dieser eine Reihe von sehr 
kleinen Einiiefungen. die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen. geschaffen wird. woraus sich eine entwik- 
kelte Photoresistvorlage ergibt. die die mit Gruben versehene Photolackschicht 200 (Informationsaufzeich- 
nungsschicht) und die lichtdurchlassige Plane 100 enihali. wie in Fig. 2(b) gezeigt ist. 

AnschlieQend wird die Photolackschicht 200 auf dieser entwickelten Vorlage erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf der lichtdurchlassigen Schetbe 100 geirocknei (nachgebrannt). wodurch eine getrocknete Photore- 
sistvorlage erhalten wird. wie in Fig. 2(c) gezeigt ist. 

AnschiieBend werden auf die Photolackschicht 200 ultravioleite Strahlen gerichtet, wie in Fig. 2(d) gezeigt ist 
urn die Vernetzung des Harzes in der Photolackschicht 200 zu beschleunigen. damit die als Informaiionsauf- 
zeichnungsflache dienende Photolackschicht aushartet. wodurch sich eine Mutterphotoresistvorlage ergibt 
AbschheBend wird die sehr kleine Gruben aufweisende informationsaufzeichnungsflache mit einem 2P-Fluid 
das ein mitteis uitravioletter Strahlen hartendes Harz ist. iiberzogen. woraufhin auf die so uberzogene Informa- 
tionsaufzeichnungsflache ultravioleite Strahlen gerichtet werden. um das 2P-Fluid zu einer Ubertragungsschicht 
400 der Informationsaufzeichnungsflache zu harten, wie in Fig, 2(e) gezeigi ist. Diese Ubertragungsschicht 400 
kann auf emer geeigneten Stempelhaiteplaite gehalten werden. Zu diesem Zweck kann die Ubertragungsschicht 
400 zwischen der entwickelten Photoresistvorlage und einer (nicht gezeigten) Stempelhaiteplaite. die im oberen 
Bereich der Darstellung vorgesehen wird, ausgebildet werden. 

Dann wird die Ubertragungsschicht 400 von der entwickelten Vorlage abgetrennt, wie in Fig. 2(f) gezeigi ist 
Das heiBt. daB die Ubertragungsschicht 400 einen Harzstempel darstellt. 

Bis zum Schritt des Nachbrennens isi das Hersteliungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorhegenden Erfindung mil dem herkommlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
Merkmal dieser zweiten Ausfuhrungsform umfaBt die Schaffung des Schriites des Beschleunigens der Vernet- 
zung der Photolackschicht 200 nach dem Schritt des Nachbrennens. 

Genauer wird gemaB der zweiten Ausfuhrungsform bei der Herstellung einer oder mehrerer optischen 
Platten die Vernetzung der Photolackschicht beschleunigt. um den Widerstand gegenuber dem 2P-Matenat zu 
erhohen. um so eine 2P-Uberiragung auf der Photolackschicht zu verwirklichen. ohne daB eine Sperrschicht 
vorgesehen werden muB. 

Wie oben beschrieben, konnen mit dem Hersteliungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorhegenden Erfindung die Herstellungsschritte vereinfacht werden. wobei eine geireue 
Uberiragung der Informationsaufzeichnungsfiache im HerstellungsprozeB der optischen Platte erzielt wird so 
daB dieses Verfahren fiir die Herstellung von optischen Platten in geringer Stuckzahl geeignei ist; daher ist mit 
diesem Verfahren die Herstellung vielfaliiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer StQckzahl 
beherrschabar. " 

Vorzugsweise umfaBt die Photolackschicht des Hersteliungsverfahrens fur optische Platten gemaB der ersten 
und der zweiten Ausfuhrungsform die im folgenden angegebenen Komponenten ( 1 ) bis (3). 

(1) Harzkomponente (Basispolymer): Vorzugsweise umfaBt das Harz im wesentlichen Kresol-Novolak das 
durch die folgende chemische Formel 1 gegeben ist. 



OH 



-CH, 



CH, 



fl) 



(n ganze ZahO 



(2) Lichtempfindliches Material: Vorzugsweise umfaBi das lichtempfindliche Material haupisachlich den Ester, 
der aus l,2-Naphthochinon-Diazo-5-Sulfonchlorid gebildet wird. wobei dieses Chlorid durch die folgende chemi- 
sche Formel 2 und durch eine Ballastverbindung. die durch eine der weiter unten angegebenen Formein 3 bis 15 
Oder durch ein Gemisch derselben dargestelli wird. gegeben ist. 



O 




SO:C! 



DE 41 40 712 Al 



(3) Baliastverbindung: Vorzugsweise wird die Ballastverbindung durch eine der folgenden Formein 3 bis 15 
dargestelit und in einer Menge von 3 bis 9 Gewichts- % reiatlv zum gesamten Photoresist beigemischt. 




HO HO OH 




0=C-~NHR 

A 




OH (R stelll eine Alkylgruppc dan 



5 



DE 41 40 712 Al 



HO HO 
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fl2) 



(13) 



CH, 

15 HO OH OH OH 




Die durch ukraviolette Strahlen induzierie (hv-induzierte) Photoreakiion des lichtempfindlichen Materials des 
30 Phoioresisis wie etwa Naphthochinon-Diazo, das durch die Formel 2 dargestellt wird, lauft entsprechend der 
unten angegebenen chemischen Formel 16 ab. 



0 O 




(Naphlhochinon-Diazo) (Indenketen) 



Bezijglich der Beschleunigung der Vernetzung kann festgesteltt werden. daB bei einer direkten Erwarmung 
45 (Brennen) des leichi verneizbaren Indenketens oder bei Einwirkung von Licht (Ultraviolettstrahlen) auf das in 
einem wasserfreien Zustand befindliche Indenketen das Basispolymer durch dieses Indenketen wirksam vernetzt 
wird. Insbesondere im Falle des Kresol-Novolak. das die Hauptkomponenie des Basispolymers des vorhandenen 
positiven Photoresists darstellt, schafft die Beschleunigung von dessen Vernetzung schlieBltch ein stabiles 
warmehanendes Bakelit {Kresclformalinharz). Die Ballastverbindung ermoglicht es. an seine OH-Gruppen ein 
50 lichtempfindliches Material anzufiigen. wodurch die Einbringung einer groBen Menge von iichtempfindlichem 
Material in das Resist gewahrleistet wird. Dadurch kann der Verneizungsgrad mit dem Basispoly ner erhoht 
werden. 

Patentanspriiche 

55 

1. Herstellungsverfahren fur eine opiische Piatte.gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschritt, in dem ein fokussierter Lasersirahl (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrai(IO) 
und eine darauf ausgebildete Photolackschicht (20) umfassende Vorlage gerichtei wird. wobei in diesem 
Schriit die ein Harz. ein lichtempfindliches Material und eine Ballastverbindung enthaltende Photolack- 
60 schicht (20) belichtet wird; 

einen Entwicklungsschritt. in dem die Vorlage ( 10. 20) entwickelt wird. urn in der Oberflache der Photolack- 
schicht (20) sehr kleine Vertiefungen auszubiiden; 

einen Nachbrennschritt des Erwarmens der Photolackschicht (20), um diese zu fixieren; 
einen Uttraviolettbestrahlungsschritt. in dem die Oberflache der Vorlage (10,20) mit ultravioletten Strahlen 
65 bestrahlt wird; 

einen Schritt des Ausbiidens eines reflektierenden Films (30) auf der Photolackschicht (20): und 
einen Schritt des Ausbiidens eines Schutzfilms auf dem reflektierenden Film (30). 
2.0ptische Platte, mil 
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einem lichtdurchlassigen Substrat (10); 

einer Photolackschicht (20). die auf dem lichtdurchlassigen Substrat (10) ausgebildet ist und sehr kleine 
Vertiefungen aufweist; und 

einem reflektierenden Film (30). der auf der Photolackschicht (20) ausgebildet ist, 

dadurch gekennzeichnet. daB die Photolackschicht (20) ein Harz. etn lichtempfindliches Material und eine 
Ballastverbindung aufweist. 

3. Herstellungsverfahren fur eine optische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschritt, in dem ein fokussierter Laserstrahl (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat 
(100) und eine darauf ausgebildete Photolackschicht (200) umfassende Vorlage gerichiei wird. wobei in 
diesem Schritt die ein Harz. ein lichtempfindliches Material und eine Ballastverbindung umfassende Photo- 
lackschicht (200) belichtet wird; 

einen Entwicklungsschritt, in dem die Vorlage (100. 200) entwickelt wird. um in einer Oberflache der 
Photolackschicht (200) sehr kleine Vertiefungen auszubilden; 

einen Nachbrennschritt, in dem die Photolackschicht (200) erwiirmt wird, um diese zu fixieren; 

einen Ultraviolettbestrahlungsschritt. in dem eine Oberflache der Vorlage (100. 200) mit ultravioletten 

Strahlen besirahlt wird: und 

einen Ubertragungsschritt. in dem eine Ubertragungsschicht (400) aus einem lichtdurchlassigen, mittels 
ultravioleiter Strahlen hartenden Harz auf der Oberflache der Photolackschicht (200) ausgebildet wird. 



Hierzu 3Seite(n)2eichnungen 20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



7 



2EICHNUNGEN SEfTE 2 Nummer: DE4140 712 A1 

tnt. C1.5: G03F 7/00 

Off enlegungstag; 1 . Oktober 1 992 



Fig. 2 



-La 



1 I I I 



200 
■100 



(b) ^ 



(c ) 



E 



-200 
MOO 

■200 
'100 



I I I ^ J ULTRAVIOLETTE STRAHLEf 



(d 



7Z1 P71 rzi EZa_ 



200 



J^lOO 



400 



f ) 




200 



208 040/428 



ZEtCHNUNGEN SEtTE 3 



Nummer: 
Int. CI. 5; 

Offenlegungstag; 



DE 41 40 712 A1 
G03F 7/00 

1.0ktober1992 



F/g 3 



(a ) 




La 



200 



|Jx--ioo 



b) 



rn rn r-i m PT -^^OO 

—100 



(c 



■200 
-100 



:d) 



M M i 



V7\ m — EL 



200 
-100 



400 




(g ) zzi m m — m — m 



f ) 



200 



208040M28 



ZEICHNUNG6N SEtTE 1 Nummer: DE 41 40 712 A1 

Int. CI.5: G03F 7/00 

Offenlegungstag: 1. Oktober 1992 



Fig. J 



(a ) 



(b) 



(c) 



E 



La 



1 I I I ^ 



'20 



Mill 



:d) 



PTl r7i r7i 



-10 



ULTRAVIOLETTE 
STRAHLEN 



f ) 




208 040/428 



